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Abstract (en)
The method involves removing a sheath (3) of a cable to set a lug of connection or to join an end of strands (2) of this cable to strands of other
cables to form a splice. The strands of the cables are soldered by depositing a fixed quantity of a resin with high wetting ability with respect to a
metal of the strands so as to fill capillary interstices between the strands. Independent claims are also included for the following: (a) a water-tight
multi-strand cable; and (b) an electric control system for an equipment of a motor vehicle.

Abstract (fr)
Procédé pour rendre étanche un cable, notamment de mise a la masse (1), comportant une pluralité de brins métalliques souples (2) entourés par
une gaine isolante de protection (3), caractérisé en ce qu'il consiste, apres avoir dénudé une extrémité des brins par enlevement localisé de la gaine
du cable pour y sertir une cosse de connexion (4) ou pour réunir ladite extrémité par soudure a l'extrémité également dénudée des brins d'autres
cables pour former une épissure, a réaliser le sertissage de la cosse ou la soudure des brins des cables en déposant de préférence simultanément
sur et entre ces brins une quantité déterminée d'une résine (25) a forte mouillabilité vis-a-vis du métal de ces brins et de leur gaine, afin de remplir
les interstices capillaires entre ceux-ci et/ou leur gaine pour rendre le cable de mise a la masse étanche en direction de son extrémité opposée et
insensible a I'oxydation dans la zone du sertissage. <IMAGE>
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